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焼成収縮が無く、焼成変形が極めて小さい、
多孔質の陶磁器材料を開発しました。

高精度陶磁器

試作例

1. 焼成収縮、焼成変形が極めて小さい新しい材料です。

２．非常に小さな孔（0.001～0.03mm）
が多く開いた多孔質構造です。
・熱伝導率が低く断熱性が高い。
・溶液の吸収、吸い上げ、発散性が良い。

焼成収縮（1300℃）の比較

焼成前試料

開発品焼成体

天草磁器焼成体

開発品は焼成収縮がありません。

焼成変形試験（1300℃）の結果

開発品
↓

↑
天草磁器

開発品は焼成変形がほとんど
ありません。
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非常に薄い成形体
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従来の陶磁器では
大きく変形する形状例
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